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摘要(译)

本发明提供一种OLED的封装材料结构层及其布局方法，通过在封装材料
结构层中设置位于衬底层和封装材料膜层之间的打底膜层，并在所述打
底膜层中设置若干通孔，使得该若干通孔构成多个相互平行的通孔列，
且保证相邻两列通孔列中的若干通孔在水平方向上相互错开，从而优化
了水汽与氧气的阻隔作用，进而有效保护了位于其中的OLED，增加了
OLED器件的使用寿命。
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